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摘要(译)

本发明提供一种发光器件的封装结构及封装方法、显示装置，属于有机
电致发光领域。该发光器件的封装结构包括：发光器件；在发光器件的
顶电极上形成的季铵盐保护层，所述季铵盐保护层包括如下结构所示的
化合物：其中，阴离子X‑为采用Cl‑，Br‑，I‑和NO3‑中的一种或多种；取
代基R1、R2、R3相同或不同。本发明的技术方案能够对OLED顶发射器
件进行封装，并且具有过程简单、固化时间短、成本低、氧气和水汽阻
隔性好等特点。
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